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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】立体形状の発光モジュールを用いながら、放熱
性を向上させることができる電球形ランプを提供する。
【解決手段】立体形状の支持部21の表面に、ＬＥＤチッ
プ35を有する発光部23を配置し、立体形状の発光モジュ
ール13を形成する。基体12の一端に、立体形状の発光モ
ジュール13と、発光モジュール13を内包するグローブ14
を設ける。立体形状の発光モジュール13とグローブ14の
内面との間に、発光部23および支持部21に接触するよう
に透光性を有する充填材15を充填する。点灯時に、ＬＥ
Ｄチップ35が発生する熱を充填材15を通じてグローブ14
に効率よく熱伝導し、グローブ14の外面からの放熱性を
向上させる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基体と；
　半導体発光素子を用いた発光部、および基体の一端側に突出して設けられた支持部を有
し、少なくとも支持部の周方向の表面側に発光部が配設された発光モジュールと；
　基体の一端側に発光モジュールを覆って設けられたグローブと；
　発光モジュールとグローブの内面との間に、発光部および支持部に接触するように充填
された透光性を有する充填材と；
　基体の他端側に設けられた口金と；
　基体と前記口金との間に収容された点灯回路と；
　を具備していることを特徴とする電球形ランプ。
【請求項２】
　充填材は透明なシリコーン樹脂であり、発光モジュールの表面とグローブの内面との間
の隙間に空気層がほとんど存在することなく充填されている
　ことを特徴とする請求項１記載の電球形ランプ。
【請求項３】
ソケットを有する器具本体と；
　器具本体のソケットに装着される請求項１または２記載の電球形ランプと；
　を具備していることを特徴とする照明器具。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、半導体発光素子を用いた発光部を有する電球形ランプ、およびこの電球形ラ
ンプを用いた照明器具に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、半導体発光素子としてＬＥＤチップを用いた発光部を有する電球形ランプでは、
金属製の基体の一端側に発光部を実装した発光モジュールが取り付けられているとともに
この発光モジュールを覆うグローブが取り付けられ、基体の他端側に絶縁部材を介して口
金が取り付けられ、絶縁部材の内側に発光部のＬＥＤチップに電力を供給して点灯させる
点灯回路が収容されている。
　発光モジュールは、一般的に、平板状の基板の一面に発光部を実装した構成で、この基
板の他面が基体に面接触して熱伝導可能に取り付けられている。
【０００３】
　そして、電球形ランプの点灯時には、主に、発光部のＬＥＤチップが発生する熱が平板
状の基板から基体に熱伝導され、この基体の外部に露出する表面から空気中に放熱される
。
【０００４】
　また、発光モジュールとしては、基板の形状を正角錐や立方体としたり、フレキシブル
基板を球形に湾曲させるなどして、グローブ内で立体形状に形成し、この立体形状の基板
の表面に複数の発光部を配置した電球形ランプがある（例えば、特許文献１、２参照。）
。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特表２００２－５２５８１４号公報（第７－９頁、図１－２）
【特許文献２】特開２００３－５９３０５号公報（第２－３頁、図１）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
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【０００６】
　しかしながら、発光モジュールの基板を立体形状とした場合、その発光モジュールの大
部分が熱伝導率の低い空気層中に配置され、発光モジュールを支持する一部分のみが基体
側に接続されているだけなので、平板状の基板を基体に面接触させて熱伝導させるのに比
べて、点灯時に発光部のＬＥＤチップが発生する熱を効率よく基体側に熱伝導することが
困難となる。そのため、空気層中に配置される発光部が温度上昇しやすく、ＬＥＤチップ
の寿命が短くなり、また、ＬＥＤチップの温度上昇を抑制するために、ＬＥＤチップへの
入力電力を低減し、光出力を抑制しなければならない問題がある。
【０００７】
　特に、ミニクリプトンタイプの小形の電球形ランプの場合、基体の寸法が小さく、基体
からの十分な放熱性が得られ難いため、発光モジュールの基板が立体形状の場合はもちろ
ん、平板状の場合であっても、基体側への熱伝導だけでは十分な放熱性が得られない問題
がある。
　本発明は、このような点に鑑みなされたもので、放熱性を向上させることができる電球
形ランプおよび照明器具を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　請求項１記載の電球形ランプは、基体と；半導体発光素子を用いた発光部、および基体
の一端側に突出して設けられた支持部を有し、少なくとも支持部の周方向の表面側に発光
部が配設された発光モジュールと；基体の一端側に発光モジュールを覆って設けられたグ
ローブと；発光モジュールとグローブの内面との間に、発光部および支持部に接触するよ
うに充填された透光性を有する充填材と；基体の他端側に設けられた口金と；基体と前記
口金との間に収容された点灯回路と；を具備しているものである。
【０００９】
　また、請求項２記載の電球形ランプは、充填材は透明なシリコーン樹脂であり、発光モ
ジュールの表面とグローブの内面との間の隙間に空気層がほとんど存在することなく充填
されているものである。
　電球形ランプは、例えば、ミニクリプトンタイプの一般照明電球である。
　基体は、例えば、アルミニウムなどの熱伝導性および放熱性がよい金属材料などで形成
される。基体の周囲には放熱フィンを形成してもよい。
　半導体発光素子は、例えば、ＬＥＤチップやＥＬチップなどが含まれる。
【００１０】
　発光部は、例えば、半導体発光素子がＬＥＤチップの場合、ＬＥＤチップが搭載された
接続端子付きのＳＭＤ（Surface Mount Device）パッケージが用いられる。また、発光部
は、基板上にＬＥＤチップを直接配置して実装するＣＯＢ（Chip On Board）モジュール
方式で構成してもよい。
【００１１】
　支持部は、例えば、周面の発光部を配置する面が平面である角柱および角錐などの多面
体や、円柱や半球形などの立体形状に形成され、その立体形状はどのような形状でもよい
が、グローブの形状に準じる形状であることが好ましい。また、支持部の一端側に発光部
が配設されていてもよい。
　グローブは、光透過性および光拡散性を有する合成樹脂やガラスで、発光モジュールを
内包して覆うようにドーム状に形成されているものを含む。
　充填材は、例えば、透明なシリコーン樹脂などの透明樹脂が用いられる。
　口金は、例えば、Ｅ１７形やＥ２６形などの一般照明電球用のソケットに接続可能なも
のが含まれる。
　点灯回路は、例えば、定電流の直流電流を出力する電源回路を有し、配線などによって
発光モジュールの基板に接続されて半導体発光素子に電力を供給する。
【００１２】
　発光モジュールの発光部とグローブの内面との距離が２ｍｍ以下であれば、距離が２ｍ
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ｍより大きい場合に比べて、発光部からグローブへの熱伝導性を向上できる。また、組立
時にグローブを弾性変形させるなどして、発光モジュールをグローブ内に配置できれば、
発光モジュールの発光部とグローブの内面との距離が０ｍｍで接触していても構わない。
【００１３】
　請求項３記載の照明器具は、ソケットを有する器具本体と；器具本体のソケットに装着
される請求項１または２記載の電球形ランプと；を具備しているものである。
【発明の効果】
【００１４】
　請求項１記載の電球形ランプによれば、発光モジュールとグローブの内面との間に、発
光部および支持部に接触するように透光性を有する充填材を充填するため、点灯時に半導
体発光素子が発生する熱をグローブに効率よく熱伝導できて、グローブの外面から効率よ
く放熱でき、放熱性を向上させることができる。
【００１５】
　請求項２記載の電球形ランプによれば、請求項１記載の電球形ランプの効果に加えて、
充填材は透明なシリコーン樹脂であり、発光モジュールの表面とグローブの内面との間の
隙間に空気層がほとんど存在することなく充填されているものであるため、点灯時に半導
体発光素子が発生する熱をグローブに対してより効率よく熱伝導でき、放熱性をより向上
させることができる。
　請求項３記載の照明器具によれば、放熱性のよい電球形ランプを使用した照明器具を提
供できる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】本発明の一実施の形態を示す電球形ランプの断面図である。
【図２】同上電球形ランプの側面図である。
【図３】同上電球形ランプの発光モジュールが備えるフレキシブル基板の展開図である。
【図４】同上電球形ランプを用いた照明器具の断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　以下、本発明の一実施の形態を、図面を参照して説明する。
【００１８】
　図１および図２において、11は例えばミニクリプトンサイズの電球形ランプで、この電
球形ランプ11は、基体12、この基体12の一端側（電球形ランプ11のランプ軸方向の一端側
）に取り付けられる立体形状の発光モジュール13、基体12の一端側に発光モジュール13を
内包して取り付けられたグローブ14、発光モジュール13とグローブ14との間に充填された
透光性を有する充填材15、基体12の他端側に取り付けられた絶縁性を有するカバー16、カ
バー16の他端側に取り付けられた口金17、および基体12と口金17との間であってカバー16
の内側に収容された点灯回路18を備えている。
　基体12は、熱伝導性の優れた例えばアルミニウムなどの金属材料にて、一端側に向かっ
て拡径する円筒状に形成されている。
【００１９】
　また、発光モジュール13は、立体形状の支持部21、この支持部21の表面に沿って配置さ
れるフレキシブル基板22、およびこのフレキシブル基板22に実装される発光部23を備えて
いる。
【００２０】
　支持部21は、熱伝導性の優れた例えばアルミニウムなどの金属材料にて形成され、他端
側には基体12の一端開口の内縁部に周辺部が嵌合されて熱伝導可能に取り付けられる取付
部25が形成されている。支持部21の一端面には平面状の発光部取付面26が形成されている
とともに、支持部21のランプ軸を中心とする外周面に複数であって例えば５面の平面状の
発光部取付面27が形成され、したがって、支持部21は、グローブ14の形状に準じる多面体
の立体形状に形成されている。支持部21の一端側の発光部取付面26と周囲の各発光部取付
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面27の一端側との間には、グローブ14の内面との干渉を避けるための傾斜面28が形成され
ている。
【００２１】
　フレキシブル基板22は、図３の展開図に示すように、１枚で一体に形成され、中央基板
部30とこの中央基板部30から放射状に複数の外側基板部31が形成されている。フレキシブ
ル基板22の中央基板部30および各外側基板部31にはそれぞれ発光部23を実装するパッド部
32が形成されている。１つの外側基板部31の先端には、基体12と支持部21との間を通じて
点灯回路18に接続される接続部33が延設されている。
【００２２】
　発光部23は、半導体発光素子としてのＬＥＤチップ35が搭載された接続端子付きのＳＭ
Ｄ（Surface Mount Device）パッケージ36が用いられている。このＳＭＤパッケージ36は
、パッケージ内に例えば青色光を発するＬＥＤチップ35が配置され、このＬＥＤチップ35
がＬＥＤチップ35からの青色光の一部により励起されて黄色光を放射する黄色の蛍光体が
混入された例えばシリコーン樹脂などの封止樹脂37で封止されている。したがって、封止
樹脂37の表面が発光面38となり、この発光面38から白色系の光が放射される。ＳＭＤパッ
ケージ36の裏面には、フレキシブル基板22にはんだ付け接続するための図示しない端子が
配置されている。
【００２３】
　そして、複数の発光部23が実装されたフレキシブル基板22は、中央基板部30が支持部21
の一端面の発光部取付面26に、各外側基板部31が支持部21の周面の各発光部取付面27に沿
って例えば接着剤などで固定して取り付けられることにより、立体形状の発光モジュール
13が形成されている。
【００２４】
　また、グローブ14は、光透過性および光拡散性を有する例えば合成樹脂やガラスなどの
材料で、立体形状の発光モジュール13を内包して覆うようにドーム状に形成されている。
グローブ14の他端開口の縁部が基体12に嵌合されて接着剤などで固定されている。
　発光モジュール13の各発光部23とグローブ14の内面との距離Ｌは２ｍｍ以下となるよう
に、発光モジュール13およびグローブ14が形成されている。
【００２５】
　また、充填材15は、例えば透明なシリコーン樹脂などの透明樹脂が用いられ、発光モジ
ュール13の表面とグローブ14の内面との間の隙間に空気層がほとんど存在することなく充
填されている。
【００２６】
　また、カバー16は、例えばＰＢＴ樹脂などの絶縁材料により、一端側へ向けて拡径する
円筒状に形成されており、一端側が基体12の内側に嵌合され、他端側が基体12から突出さ
れている。
【００２７】
　また、口金17は、例えば、Ｅ１７形などの一般照明電球用のソケットに接続可能なもの
で、基体12から突出するカバー16の他端に嵌合されてかしめられて固定されるシェル41、
このシェル41の他端側に設けられる絶縁部42、およびこの絶縁部42の頂部に設けられるア
イレット43を有している。
【００２８】
　また、点灯回路18は、例えば、発光モジュール13のＬＥＤチップ35に対して定電流を供
給する回路であり、回路を構成する複数の回路素子が実装された回路基板を有し、この回
路基板がカバー16内に収納されて固定されている。点灯回路18の入力側には、口金17のシ
ェル41およびアイレット43が接続線で電気的に接続されている。点灯回路18の出力側は発
光モジュール13のフレキシブル基板22の接続部33と接続されている。
【００２９】
　また、図４には、電球形ランプ11を使用するダウンライトである照明器具51を示し、こ
の照明器具51は、器具本体52を有し、この器具本体52内にソケット53および反射体54が配
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設されている。
【００３０】
　そうして、電球形ランプ11の口金17を照明器具51のソケット53に装着して通電すると、
点灯回路18が動作し、発光モジュール13の各発光部23のＬＥＤチップ35に電力が供給され
、これらＬＥＤチップ35が発光し、各発光部23の発光面38から放射される光が充填材15お
よびグローブ14を通じて拡散放射される。
【００３１】
　点灯時において、発光モジュール13の各発光部23のＬＥＤチップ35から発生する熱の一
部は、フレキシブル基板22、支持部21、基体12の順に熱伝導されて、基体12の外表面から
空気中に放熱される。
【００３２】
　さらに、発光モジュール13の各発光部23のＬＥＤチップ35から発生する熱の他の一部は
、発光部23から充填材15に直接的に熱伝導されるとともに、発光部23からフレキシブル基
板22および支持部21に熱伝導されてからこれらフレキシブル基板22および支持部21の表面
から充填材15に熱伝導され、この充填材15からグローブ14に熱伝導され、グローブ14の外
面から空気中に放熱される。このとき、各発光部23からグローブ14までの間に熱伝導率が
低い空気層が存在しないため、各発光部23からグローブ14に効率よく熱伝導できる。
【００３３】
　このように、立体形状の発光モジュール13とグローブ14の内面との間に透光性を有する
充填材15を充填するため、点灯時にＬＥＤチップ35が発生する熱をグローブ14に効率よく
熱伝導できて、グローブ14の外面から放熱でき、立体形状の発光モジュール13を用いなが
ら、放熱性を向上させることができる。
【００３４】
　そのため、ミニクリプトンタイプの小形の電球形ランプ11であって、基体12の寸法が小
さく、基体12からの十分な放熱性が得られ難くても、グローブ14からの十分な放熱性を確
保することができ、ＬＥＤチップ35への入力電力を大きくして光出力を向上させることも
できる。
【００３５】
　また、立体形状の支持部21の表面に発光部23を配置した立体形状の発光モジュール13で
あるため、発光モジュール13の表面積を大きくでき、この発光モジュール13から充填材15
へ効率よく熱伝導でき、放熱性をより向上できる。
【００３６】
　また、発光モジュール13の発光部23とグローブ14の内面との距離Ｌは２ｍｍ以下である
ため、点灯時にＬＥＤチップ35が発生する熱をグローブ14に対してより効率よく熱伝導で
き、放熱性をより向上させることができる。なお、このように、発光モジュール13の発光
部23とグローブ14の内面との距離Ｌが２ｍｍ以下であれば、距離Ｌが２ｍｍより大きい場
合に比べて、発光部23からグローブ14への熱伝導性を向上できる。また、組立時にグロー
ブ14を弾性変形させるなどして、発光モジュール13をグローブ14内に配置できれば、発光
モジュール13の発光部23の一部とグローブ14の内面との距離が０ｍｍで接触していても構
わない。
【００３７】
　なお、発光部23は、フレキシブル基板22を使用せず、個別の配線基板を介して支持部21
の各表面にそれぞれ固着してもよい。また、支持部21の周面に発光部23を直接取り付けて
もよい。また、支持部21の内側に収容空間を形成し、この中に点灯回路18を収容してラン
プ全体の小形化を図ってもよい。
【符号の説明】
【００３８】
　11　　電球形ランプ
　12　　基体
　13　　発光モジュール
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　14　　グローブ
　15　　充填材
　17　　口金
　18　　点灯回路
　21　　支持部
　23　　発光部
　35　　半導体発光素子としてのＬＥＤチップ
　51　　照明器具
　52　　器具本体
　53　　ソケット
 

【図１】 【図２】



(8) JP 2014-3032 A 2014.1.9

【図３】

【図４】
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